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大手半導体関連メーカーより大口受注のお知らせ 

 

当社は、海外の大手半導体関連メーカー２社より、ウエハハンドリングシステムを受注いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 今回の受注について 

半導体製造工程においては、ＡＩ、５Ｇ、ＩｏＴ、及び自動運転市場などの成長を背景とした先端パッケージ技術

の進化に対応すべく、更なるウエハの薄化・積層化が求められています。当該システムは、その薄化・積層化に対し

重要なプロセスの一つを担っています。 

当社では、長年培ってきたウエハの仮接合技術及び薄化後のウエハからサポートガラスを剥がし洗浄するプロセス

技術にモノづくり力を融合した、高性能なウエハハンドリングシステムを提案して参りました。その結果、これまで

の取引実績も踏まえ、安定した品質と歩留まり向上を実現できる点が評価され、今般の受注に至りました。 

 

２． 受注内容 

受注製品 ウエハハンドリングシステム（ボンダー・デボンダー装置） 

受注金額 約 180億円 

売上計上予定 2027年６月期、2028年６月期 

 

３． 業績への影響 

当該受注は、今期（2027 年６月期）と 2028 年６月期に売上計上する見込みです。なお、今期計上見込みの売上は、

2026年８月７日公表予定の 2027年６月期の連結業績予想に織り込む予定です。顧客との納期調整等により、今期業績

予想に修正の必要が生じた場合は速やかに開示いたします。 

なお、当該受注はすべて円建てとなっており、為替レートの変動による影響はありません。 

以 上 

 


